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540808-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — ETriyeieg cuokeuég raparnpnong — High resolution nano-XCT system
OJ S 149/2026 05/08/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG
AyaBd

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouaoia: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V. |
IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut fur Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS
Email: einkauf@imws.fraunhofer.de
NouikA pop@r) ayopaaoTr): Anudaoia eTmixeipnon
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: High resolution nano-XCT system
Mepiypan: The Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS
researches the application behaviour, reliability, safety and lifetime of innovative materials in
components and systems. The Business Unit “Electronic Materials and Components”
Fraunhofer IMWS support industry and research partners by its internationally recognized
expertise in failure analyses of electronic components. Fraunhofer IMWS will enhance its
capabilities for advanced failure analysis and material characterization to support the ramp up
of new heterogenous integration technologies addressing the manufacturing and reliability
challenges. To enable the non-destructive detection and evaluation of structural deviations,
contact defects, damage characteristics and their most precise possible localization in the
package to enable further high-resolution physical diagnostics, the latest generation of
radiography (2D) and X-ray tomography (3D-CT) systems are required in particular for the non-
destructive detection and evaluation of structural deviations, contact defects, damage
characteristics and their most precise possible localization in the package to enable further
high-resolution physical diagnostics. A high-performance multi-processor workstation is
required for postprocessing of the generated imaging data sets to identify tiny deviations and
defects within the devices. This tender is for the supply a functional complete device including
assembly, commissioning and all necessary connections, approvals/certifications and software
for operation. The requirements for a state-of-the-art x-ray inspection tool for highly integrated
2.5/3D components are described below:
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 04c7b995-46a5-4a64-8249-ac8cb55a200¢c
EowTtepikd avayvwpioTiko: E_2690_PR1270418
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag NG aupBaong: Ayabd
Kupia tagivounon (cpv): 38126000 ETTiyeleg CUOKEUEG TTOPATHPNONG

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
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Tayudpopikn dieuBuvon: Heideallee 19

M6AN: Halle (Saale)

TaxudpouIkog KwdIkag: 06120

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv attokAeiopou: Mpoknpuén
AlagpBopd:
ATTarn:
2UPHETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwan:
TPOMOKPATIKA EYKAAMATA 1] EYKANHATO OUVOEOUEVA UE TPOUOKPATIKEG OPAOTNPIOTNTEG:
AVOOTOAN ETTIXEIPNPATIKWY dPACTNPIOTATWV:
NopidoTroinon €00dwv atrd TTapAvoueS dpacTnPIOTNTEG 1 XPNHaToddTNON TG TPOPOKPATIAG:
Meplouoiaokd oToixeia UTTOG avaykaoTiKA dlaxEipion atro eKKaBapIoTH:
2UYKPOUGC CUPQPEPOVTWY AOYW TNG CUPKETOXNS Tou 0Tn dladikagia ouvaywng Tng oupBaong:
Mpdwpen AAEN, atrolnUIWOoEIS 1} AAANEG TTOPOUOIEG KUPWOEIG:
Maidikr epyaacia Kal GAAEG HOPPES EUTTOPIOG AVOPWTTWV:
KatdoTtaon avaAoyn Tng TITWXEUONG, OUVAUEI TNG EBVIKNAG VOPOBETiag:
MapdaRacn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
20Bapod eTTayyYEAUOTIKO TTAPATITWUA:
Weudeic dnAwaoelg, atrokpuwn TTANPOQPOPIWY, aVIKAVOTNTA TTAPOXAG TWV ATTAITOUNEVWY
eYypapwy 1 Awn TTANPOPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU agopoUuv TNV TTapouca
dladikaaoia:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU EPYATIKOU BIKAiOU:
MapdaBacn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dIKaiou:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU TTEPIBAANOVTIKOU dIKaiou:
MapaBaon uttoxpEwaong TTOU OXETICETAI E TNV KATABOAN EI0QOPWV KOIVWVIKIG aoPAAIoNG:
MapdaBaon utToxpEwWoNG TTOU OXETICETAI IE TNV KATARBOAN @OPWV:
ZUMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG UE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVICHOU:
Apeon A EUUEON CUPPETOXN OTNV KaTApTIoNn TNG TTapoucag diadikaciag ouvayng ouuBaong:
AgepeyyuodTtnra:

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: High resolution nano-XCT system
Mepiypaen: The Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS
researches the application behaviour, reliability, safety and lifetime of innovative materials in
components and systems. The Business Unit “Electronic Materials and Components”
Fraunhofer IMWS support industry and research partners by its internationally recognized
expertise in failure analyses of electronic components. Fraunhofer IMWS will enhance its
capabilities for advanced failure analysis and material characterization to support the ramp up
of new heterogenous integration technologies addressing the manufacturing and reliability
challenges. To enable the non-destructive detection and evaluation of structural deviations,
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contact defects, damage characteristics and their most precise possible localization in the
package to enable further high-resolution physical diagnostics, the latest generation of
radiography (2D) and X-ray tomography (3D-CT) systems are required in particular for the non-
destructive detection and evaluation of structural deviations, contact defects, damage
characteristics and their most precise possible localization in the package to enable further
high-resolution physical diagnostics. A high-performance multi-processor workstation is
required for postprocessing of the generated imaging data sets to identify tiny deviations and
defects within the devices. This tender is for the supply a functional complete device including
assembly, commissioning and all necessary connections, approvals/certifications and software
for operation. The requirements for a state-of-the-art x-ray inspection tool for highly integrated
2.5/3D components are described below:

Eowrtepiko avayvwpioTikd: E_2690 PR1270418

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: Ayabda
Kupia tagivounon (cpv): 38126000 ETTiyeleg CUOKEUEG TTAPATHPNONG

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dicuBuvon: Heideallee 19
M6AN: Halle (Saale)
TayxudpouIkog kwdikag: 06120
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnudéoiwv cupBdacewy TTou XpnuatodoTeital ev OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
MAnpo@opieg oxeTiIKA pe Ta Tapeia Tng Eupwtraikng ‘Evwong:
AvayvwpIioTIKO Twv Tapeiwv EE: APECSatFMD - Verbundprojekt: Europaische Chips Act
Pilotlinie fur heterogene Systemintegration an der Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KAaTaAANAN yia TIg HIKPES Kal peoaieg emixeiproelg (MME): vai
Mpbéobeteg TANPoPopics: #Besonders auch geeignet fur:startup#,#Besonders auch geeignet
fur:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cupfdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupaoewv: Kauyia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoyng: MNMpokrpuén
Kpitpio: [evikog 10106 T¢ipog
Mepiypan Tou Kpitnpiou emAoyng: Jahresumsatz der letzten 3 Geschéaftsjahre

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBopiopéveg TTapaddoelg

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou etmAoyng: Darstellung von maximal drei mit dem Auftragsgegenstand
nach Art und Umfang vergleichbaren Auftrag der letzten drei Jahre
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5.1.10. Kpithpla avadeong
KpitApio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Preis
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 90
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaon: Nachhaltigkeit
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)
ApiBuéc kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag oupPaong: yepuavika
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://www.evergabe-online.de
/tenderdocuments.html|?id=880834

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opoi uttofBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIK
AigBuvon yia uttoBoAn: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=880834
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPMOAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAN
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hid TTIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv rpoo@opwyv: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkeia KaTd TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL I0XUouoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPOoUV va CUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEID TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOoUV va uttoBAnBoUV apydTepa.

MpbdoBeTeg TANPoopics: Beim Fehlen von Angaben und/oder Unterlagen kann die
Vergabestelle von der Moglichkeit zur Nachforderung gemaf §56 VgV Gebrauch machen.
Macht die Vergabestelle davon Gebrauch und der Bieter hat nach Ablauf der fur die
Nachforderung gesetzten Frist die geforderten Angaben und/oder Unterlagen nicht vorgelegt,
wird das Angebot vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

MAnpo@opieg OXETIKA peE TN SnUOOIa aTTOCPPAYIoN:

Huepopnvia amooppadyiong: 04/09/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikiig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevtpikAg Eupwting

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpovIKr TIHOAGYNnoN: EmTpémeTal

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Beachten Sie, dass Sie bei Teilnahme an diesem Verfahren
die AEB, NHS sowie Zahlungsbedingungen der FhG (beigefligt) anerkennen und verzichten
auf anderslautende Klauseln in Ihren Angebotsunterlagen.

540808-2026 Page 4/6


https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=880834
https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=880834
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=880834

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHO OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPoOoPUYNR
Opyaviouog Tpoo@uyng: Vergabekammern des Bundes
IMAnpo@opieg oXeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTaveééTaong: § 160 GWB Einleitung, Antrag (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an demoffentlichenAuftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinenRechten nach § 97Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung derVergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
derAblauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberihrt,2. VerstoRe gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist (etwaige VergabeverstéRe muss der
Bewerber/Bieter gemaly § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme riigen) zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist (etwaige
Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungsoder
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber zu rigen) zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberuhrt.
§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/ __ 134.html
§ 135 Unwirksamkeit https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__135.html

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0000
Emionun ovouaoia: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V. |
IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut fir Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS
ApiBuéc karaxwpiong: 993-03005FHG-85
Tayudpopuikn dieuBuvon: Walter-Hulse-Stralle 1
MoAn: Halle (Saale)
TaxudpouIkog Kwdikag: 06120
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Xwpa: Mepuavia
Email: einkauf@imws.fraunhofer.de
TnAépwvo: 000
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
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AyopaoTAg

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Vergabekammern des Bundes
Ap1Bu6G kKataxwplong: 1:022894990
Taxudpouikr) dicuBuvon: Kaiser-Friedrich-Stralie 16
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53113
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUYng

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTiko/ékdoaon TTpokrpuéns: 0d1d0a86-9a58-4dba-840a-816af1e77a4c - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpugng: 04/08/2026 11:51:13 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTAOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnuoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 540808-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 149/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 05/08/2026
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